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Abstract of DE1 9703058 

The substrate (2) is provided on one side with 


a number of conductive contact surfaces (6), 
each contained within a contour line (4) 
corresponding to a respective carrier element. 
The opposite side of the substrate is provided 
with conductor structures, with at least one 
contact field for an antenna coil and a 
semiconductor chip within each contour line. 
Openings are provided in the substrate outside 
the contour lines for contacting the coil 
terminals of the semiconductor chips from the 
contact surface side, to allow testing. 
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® In einem Bend oder Nutzen angeordneteTr^gereiementefurkontaktlose und mit Kqntakten versehenen 
Chipkarten 

® Nicht-leltendes, ein Band oder einen Nutzen bildendes 
Substrat (2), auf dem eine Vieteahl von TrSgerelemsnten, 
inebesondere zum Einbau in sine Chipkarte, auagebildet 
let, indem die elno Seite des Substrata (2) mit leitenden 
Kontaktfl&chen (6) veraehen 1st, die innerhalb einer die 
GrdSe ernes Tragerelementes bestimmenden AulSenkon- 
turlmie (4) liegan r wobei dia andare Seita das Substrata 
(2) mit Leiterstruletu ran (9, 10, 11, 14, 15) veraehen ist die 
innerhalb der AuJJenkonturlmia (4) ?umindest Kontaktfel- 
der (11) furwanigstene ©fnezu kontaktierende Spule und 
wenigstena einan Halblerterchip biiden und wobei auSer* 
halb jeder AufienkonturiiniB (4) Ausnehmungan (13) im 
Su bat rat (2) sind, durch die hindurch zu Testzwecken a In 
Zugriff auf SpulenanschKSsse des Hetblerterchlps von der 
Kontaktfiachensarta mfiglich ist, solan ge das Tragerele- 
ment noch im Band oder im Nutzen ist. 
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Beschreibung 

Id einem Band oder Nutzen angeordncte TVagCrelornenle 
.fur kontalctlose und mit Kontakten versehene C-hipkarten. 

Ein Tragerelement, das aus etnem solchen Band odcr Nut- 
zen herausgetrennt ist, ist aus den Fig. 8 und 9 der 
EP0 671 705 A2 bekannL Das dortigc Tragerelement isc 
"zumEinbau in eine Chipkarte vorgesehen. die sowohl kon- 
taklbehafret ubcr eine Anzahl von Komakrfiachen als auch 
konfaktlos liber eine Antennenspule, beispielsweise Ubcr 
transfornwtorlschc Kopplung, bettieben werden kann. 

Tragerclcmenle flir Cbipkarlen dienen der mechanischen 
Halterung des Halbleiterehips und weisen auBerdem die zur 
Kontaktterung des Chips nBdgcn Koniaktflachen auf. Sie 
werden sowohl in rein kontaktbehafteten Chipkanen einge- 
serzt, so daB ein Zugriff auf den Halblcitctchip nur Ober die 
Kontaktflache moglich isc, als aucb in sogenannten Kornbi- 
kartcn, bei denen zusatzlich ein konlaktloscr Zugriff mittcls 
Leiterschleifen in der Karte und/oder auf dem Tragerele- 
ment oder dem Chip moglich isL Die Leiterschleifen werden 
zu dicsern 2weck rnit Spulenanschiusscn des Halbleiier- 
chips verbunden. 

Diese Tragerelemente werden Ublicherweise nicbL ein- 
zeln, sondern auf einem langen Band oder einem groBflachi- 
gen Nutzen aus einem nichi-leuenden Material in gru&en 
Stuckzahlen hergcstellt. Dieses - im folgenden als Substrat 
bezeichnele - Band oder der Nutzen werden zunachst dutch 
beispielsweise Stanzcn von Ausnehmungen sirukiuriert und 
dann einseitig mil einer KupferfbHe kaschiert, die anschlie- 
fiend beispielsweise durch Atzen strukuiriert wird, so daB 
die Koniaktflachen fur die einzelncn Tragerelemente gebil- 
det werden. AUe leitenden Strukturcn sind zunachst noch 
durch schmale Leitungen el&ktrisch leitend miteinander ver- 
bunden, ura eine gnlvomsche Oberrlachenveredelung durch- 
fuhren zu kanoen. 

Die Halbleiterehips werden auf der den Koniaktflachen 
gcgcnuberliegenden Seile des Substrats befestigl und mi tLels 
Banddrahie durch die Ausnehmungen elektriscb mit den 
Koniaktflachen verbunden, einem Funkdonstesl der 
Halbleiierchips, der noch im Band oder Nutzen stattflndet, 
werden die schmalen Leitungen niitlels Stanzen durch- 
trennt, so daB die Kontaktflacben elektriscb voneinander 
isoliert sind 

Beiin Tragerelement der EP 0 671 705 A2 sind die Spu- 
lenanschlUsse des Halbleiierchips durch Ausnehinurigen im 
Substrat hiridurch mit Kontaktflacben auf der dem Chip gc- 
genuberiiegenden Seite des Substrats verbunden. Die Endeo 
einer anzuschlieBenden Antennenspule werden ebcnfalls 
mit diesen Koniaktflachen dutch hicrfur vorgescbene Aus- 
nehmungen im Substrat hindurch mit zwei dieser Koniakt- 
flachen verbunden. Die Kontaktflachen dienen also als Ver> 
bindungselernerjie zwischen Spule und Halbiekerchip. Dies 
hat aber den NachteiL. daB die SpulenanschlOsse des Halb- 
leiterchips von der Kontataflachenseite her zuganglich sind, 
auch nachdem die Tragerelemente vereinzelt sind. 

Die EP 05SI 284 A3 beschreibt eine koniaktlose Chip- 
karte, bei der Testanschlusae aus der ferdgen Karte heraus- 
gefUhrt sind und nach dem Testen enifemt werden. 

Die JP f>-64381 offenbart ein Tragerelement, das auf der 
den Kcmtaktflacherj gegeniiberUegenden SeiLe Test-Kon- 
taktflachen aufweist, die Uber Durchkontaktierungen mit 
den eigenUichen Kontaktflacben verbunden sind. 

Die Aufgabe vorliegender Brflndung ist es, ein Tragerele- 
ment, das in einem Band Oder Nutzen heigestelit wird, anzu- 
geben, bei dent die Spulcnaoschlussc cincs zu monticrenden 
Halbleiierchips von der Koatakiflachedseite her zuganglich 
sind, solange das Tragerelement noch irn Band oder Nutzen 
ist und nach dec \ferelnzelung diese Zugriffsmoglichkeit un- 


terbunden isc Die Aufgabe wird gemafl Anspruch 1 durch 
Tragerelemente auf einem Band- oder Nutzen- fSrmigcn, 
nicht-lciteaden, meiallkaschiorten Subsirat gelost^ bei denen 
auch die zweite Seile de« Substrate mil T^iterstrukturen ver- 

5 sehen ist, die innerhalb der AuBenkonturiiaie des TVagerele- 
ments zurnindest Kontaktelemente fur wenigstens eine zu 
konlaktierende Spule und wenigstens einen Halbieiterchip 
bildeo und bei denen auBerhaib der AuBenkonturlinie Aus- 
nehinungen im Subsirat sind, durch die hindurch zu Test- 

10 zwecken ein Zugriff auf SpulcnanschUlsse des Halbleiter* 
chips von der KontaktHUchenseite her m6glich ist, solange 
das TYagerelcmenL noch im Band oder im Nutzen isu 

Hierdurch ist es nidglich, den Halbieiterchip zu lesten, so- 
lange das Tragerelement noch nicht aus dem Band oder dem 

15 Nutzen herausgetrennt ist. Die Ausnehmungen im Substrat 
erlauben einen Zugriff auf die Chipseite des Substrats von 
der Kontaktflachenseite her. Wenn das Tragerelement je- 
doch aus dem. Band oder Nutzen getrennt ist. sind die Aus- 
nehmungen nicht rnehr Bestandteil des Tragerelenients, da 

20 sie auBerhaib dessec AuBenkontur liegen, Somit ist beim 
vercinzeltcn Tragerelement kein Zugriff auf die Spulenan- 
schlUssc des Halbleiierchips von der Kontakulachenscite 
her mehr moglich. Wenn das Tragerelement in eine Karte 
eingebracht ist und sontit ein Zugriff auf die Spuleoan- 

25 schlUsse nur noch koniakUos Uber die angc^chlossene An- 
tenne moglich ist, kann von der Kontaktflachenseite her kein 
Abhdren oder Staren bzw, kein elektrischer Zugriff oder 
eine Manipulation der kontakdosen Datenubertragung erfol- 
gen. 

30 Urn den TestzugrifF auf die Spuleaanschlusse des Halblei- 
terchips moglichsl einfach zu gcstalten, kdnnen in vorteil- 
h after Weise die Ausnehmungen mit leiienden Rachen ab- 
gudeckt sein. die mit den Leiterstrukturcn, mit denen der 
oder die Halbleiierchips und die Spule(n) verbunden wer- 

.15 den, verbunden ist Die Testspitzen kfinnen dann in einfa- 
cher Weise durch die Ausnehmungen hindurch auf die F13- 
che gesetzt werden. 

Bine weitere Ausbildung sieht vor. die Ausnehmungen 
auf derKonlaklflacbenseite des Substrats mit einer leitendcn 

40 Flache abzudecken, die Uber Durchkontaktierungen durch 
die Ausnehmungen hindurch mit den Lettcrstrukruren auf 
der Chipseite des Substrats verbunden sind. Die Durchkon- 
taktierungen kfinnen bierbei die Ausnehmungen ganz aus- 
RiUen oder abcr nur deren Wande bedecken, 

45 Die Erfindung wird nachrblgend anhand eines AusfUh- 
rungsbcispieb mit Hilfe von Figuren naber erlauten. Dabei 
zeigen: 

Fig* 1 die V^rderansicht eines Ausschnittes aus einem 
Substratband und 
So Fig* 2 die RUckansicht eines Ausschnittes aus einem S ub- 
strarhand, 

Die Fig» 1 zeigl einen Ausschniu aus einem Band 1, auf 
dem vier Tragerelemente paarweise ausgebildet sind Es ist 
alierdings moglich. eine grofiere Anzahl als zwei Tragerele- 

53 mente nebeneinander auf dem Band anzuordnen. Das Band 
besteht aus einem nicht- leiienden Substrat 2, wobei als Ma- 
terial beispielsweise glasfascrversiarktes Epoxidharz ge- 
nommen werden kann. 
Das Substrat 2 weist Perforations 3 entlaag beider Ran- 

60 der auf, die dem Weitertransport mi Lie Is in die Perforadonen 
3 eingreifender Mitnehmer, beispielsweise bei der Bestilk- 
kung des Bandes mit Halbleiterchips oder dem Funkdons- 
test, dieneo. 

Die AuBenkontur eines Trageretexsents ist durch eine 
6S strichUcrto Linio 4 angcdoutcU Die fcrtig bcstUcktcn Trager- 
elemente werden entlaag dieser Linic 4 aus dem Band 1 ge- 
stanzi oder sonstwie herausgetrennL 

Das nicht-leitende Substrat 2 wurde mit einer Me tallfolie, 
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vorzugsweise einer KupferfoHc, kasehiert. Durch anschlie- 
Ocndcs Atzen wurde die Mciallfoltc sirukturiert, so daD 
KontaktfiSchcn 5 innerhalb dcr TrSgcrcierncnifliiflenkontur- 
Unie 4 sowie weiiere Koni a W-f Aachen rf, die auBerhalb der 
AuBenkonturiinie 4 des Tragcrelementt liegen, enlstanden, 5 
Die Kontaktflachen 5, 6 sind Uber schmale Leiiungen 7 mit 
urn die AuBenkonturtinien 4 heruralaufenden Leitungen 8 
Qnd somii alio miteinander verbunden. Dieser cleklriscnc 
XurzschluB isi nBtig, da die Komakiflaeuen 5, 6 galvanisch 
oberflachcnveredeU werden. 10 

Fig. 2 zeigt die andere Scite des Substrata 2. auf der dcr 
(nicht dargcstcUle) Halbleiterchip montiert wird. Auch diese 
Seite ist nut durch Metalifolienkaschieren und Atzen ent- 
standenen LetLectrukmren 9. 10, 11, 14, 15 versehen. 

Das Substrat wurde zunsichsi auf einer Seite mU einer Me- 15 
tallfolie kaschiert und anschlieBend nril Ausnehmungen 12, 
13, die, bcispielsweise durch Slanzen crzeugt werden, verse- 
hen. Zum nacbfolgcndcn Atzcn dcr Lcitcrstrukturcn 9, 10. 
14, 15 mUssen die Ausnehmungen 12 abgedeckl werden, so 
daB urn die Ausnehmungen 12 herutn MetalHsierungeo 11 20 
verbleiben. die Zur. KonlakUerung der Spulenanschltissc ei- 
nes Halbleiterchips genutzt werden k5nnen. Die Metallisie- 
rungen 11 bilden jeweils gesc hlossene leitende Ringe um 
die Ausnehmungen 12 hcrum. Zur Vermeidung mogicher- 
weise auftreLendcr Wirtelstroiuverlusle konnen aber auch 25 
Unterbrechungen vorgesehen werden. 

Vbn den Ausnehmungen 12, 13 liege n crsle Ausnehmun- 
gen 12 innerhalb der AuBenkonturiinie 4 und dienen der 
eleklrischen Verbindang des Halbleiterchips mit den auf dcr 
anderen SeLte des Substrats 2 liegenden Kontaktflachen 5 30 
millets Ronddrabte* Zweito Ausnehmungen 13 sind als 
Durchkontaktierungen ausgefuhru die die weiieitrn Kontakt- 
fVddicn 6 uber Leitungen 14 mil SpulcnanschiuBkontaktfl li- 
chen 10 verbinden. 

Das Substrat 4 isl rclaliv flexibcL In einer Chipkartc 35 
wurde ein darauf monticrter Halbleiterchip emebuchen Bie- 
gebelastungen ausgesetzt sein. GroBere Chips wurden sogar 
brechen. A us diesern Grand wird ein (nicht dargestellter) 
Verstarkungsrahmen auf der Chipseite des Tragcreleinents 
mit einem Isolierkleber aufgeklebt, Der Verstarkungsrah- 40 
men 1st vorzugsweise aus Mctall, er kann aber auch aus ei- 
nem anderen Material sein. 

Da die Tragerelemente Oblicherweise in die Chipkartc 
eingcklebt werden, muB entiang des Randcs der Triigerele- 
mente Piatz fiir den Kleber sein, so daB der VbrsiSrkungsrah- 45 
men nut knapp auBerhalb des Bereichs der Bondlbcher 12 
vcrlauft Da auBerdcm das Inner© des Verstarkungsrahmens 
zum Schutz des oder der darin angeordneten Halbleiterchips 
und derBooddrahtc mit eincr VcrguDmassc aufgeftiUt wird, 
mttssen Kontaktflachen 10 zum AnschluB einer Antennen- 50 
spule fur den kontaktlosen Betrieb des Halbleiterchips au^ 
Berhalb des Verstarkungsrahmens liegen. Andererseits mus- 
sen Leitersirukfuren IS vorgesehen sein, die unter dcmRah- 
inen in dessen Inneres zur Verbindung mit dem Halbleiter- 
chip verLaufen. Da der Kahmen auf diesen Leiterstmkmren 55 
15 instabil zum Liegen kame, isl eine der Form des Rah- 
mans entsprechende Metallisierung 9 zumindese gleicher 
Dicke wie die Leiterstrukturen 15 unterhalb des Verstar- 
kungsrahmens auf dem Substrat 2 angeordnet. 

Da dieser MetalUsierungsring 9 und auch innerhalb des 60 
RahJiiens liegende Korttaktfelder 11, mit denen die Spulen- 
anschlUsse des Halbleiterchips uber Bonddrahte verbunden 
werden und die dann (Tber die Leiterstrukturen 15 mit den 
SpulenanschluBkontakmachen 10 verbunden sind, parasi- 
tarc Kapazitatca darstcUcn, wird ihre RSche so klcin als 65 
moglich gewahlt, um die Kaparitar so klein als mogLich zu 
halten. 

Der Metallisierungsring 9 unter dem VerstSrkungsrahmen 
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daif nichi geschlossen sein, da sonst die Spulenenden kurz- 
geschlossen wOrden. Dadurch bilden sich jedoch zuaatzlichc 
parasiiare Kapazilatzwischen den obTenen Bnden des Metal- 
lisierungsrings 9 und der oder den T^cirungen 15 aus, Um 
diesc Kapazitgten so gering wie moglich zu halten, ist der 
SpalL in dem Metallisierungsring unter dem Kahmen dner- 
seits so groB wie moglich zu gestalten, andererseits abcr nur 
so groB, daB die VerguBmasse nicht unter dem Rahmen her- 
auslaufen kann. 

Die auf dem Band oder dem Nutzen ferdg monticrten und 
gebondcten HalWeiierchips werden noch vor dem Verein- 
zeln auf dem Band oder dem Nutzen getesteL Da jedoch alio 
Kontaktflachen 5, 6 elektrisch uber die schmalen Leitungen 
7 und 8 miteinander verbunden sind, mUssen diese Lei tun- 
gen zuerst durcbtrennL werden. Dies erfolgt durch Stanzen 
von Lochem 1^. Diese sind aus Grunden der Obersichllich- 
keiL in den Fig. 1 und 2 nur an einem TWgerelement darge- 
stcllt, 

Der Halbleiterchip laBt sich nun Uber die Kontaktflachen 
5 wie im normalcn Betrieb in einer Chipkarte teslen. Der 
kontaktiose Betrieb laBi sich in erfiodungsgemaBer Weise 
von der Kontaktfl&chenseite her Uber die weiteren Kontakt- 
flachen 6, die Uber die Durchkontakderungen 13 und die 
Leitungen 14 nut den SpulenanschluBkontaktfl&hen 10 ver- 
bunden sind. Letiien, 

Nach dem Vereinzeln der Tragerelcmenle sind die Leitun- 
gen 14 dutchtrcnnt und die Durchkontaktierungen 13 und 
die weiteren Kontaktflachen 6 nicht Bestandteile etnes TYa- 
gerelements, so daB ein ZugrifT von der Kontaktseite des 
Tiagerclements auf die Spulcnanscbliissc des Halbleiter- 
chips nicht mehr mogbch ist AuBerdem ist dann bei einem 
in eine Chipkarte eingeselzien "Ira^erelcment ein ZugrirTauf 
die Spuletianschlusse nur noch Uber eine angeschlossenc 
Antennenspule moglich. 

Urn die Spulenan&chtttese von der Kontaktseite her testen 
zu kdnnen, sind die weiteren Konlaktfllchea 6 nicht unbe- 
dingt notig. Es wOrde ausreichen, die Ausnehmungen mit 
lcilcndcm Material zu fUtlen. Ailerdings ware dann die von 
Testspitzen zu kontaktierende PlMche deutlich kleiner. 

Bine weitere Mdgiichkeit bestehr darin, die Ausnehmun- 
gen 13 nicht als Durchkontaktierungen auszufuhren, son- 
dera sie slatt dessen auf der Chipseite mit Kontaktflachen 
abzudecken. Die Te&tspitzen k5nnten dann durch die Aus- 
nehmungen 13 hindurch mit diesen Kontaktflachen in Kon- 
takt gebracht werden. 

Allen Ausruhrungsvarianten ist jedoch gemeinsam. daB 
ein Zugriff auf die SpulenanschltJsse des Halbleiterchips 
von der Kontaktfl achenseite her nur moglich ist, solange das 
TrSgerelement noch nicht veieinzelt, sondern noch Bestand- 
tei] etnes Bandes oder eines Nutzens ist, 

Patentanspriicbe 

1. In einem Band oder Nutzen angeordnete TrSgerele- 
mente fOr kontaktiose und mit Kontakten verschene 
Chipkarten, bei denen eine Seite eines Subsirats (2) nut 
leitenden Kontaktflachen (5) versehen ist, die innerhalb 
einer die GrSBe eines Tragerelementes bestimmenden 
AuBenkonturiinie (4) liegen. dadurcb gekennzeich- 
pet, 

daB die andere Seite des Substrats (2) mit Leiterstruk- 
turen (9, 10, U, 14. IS) versehen ist, die innerhalb dcr 
Aufienkoniurlinie (4) zumindest Kontaktfelder (10, 11) 
fur wenigstens eine zu kontaktierende Spule und we- 
nigsicns eincn Halbleiterchip bilden und 
daB auBerhalb jeder AuBenkonturiinie (4) Ausnehmun- 
gen (13) im Substrat (2) Bind, die als mit den Leiter- 
strukturen (10, 11, 14, 15) verbundeneDurchkontaktie- 
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rungen ausgebildet und mit aufderKontaktflacbenseite 
angeordnclcn Kontaktflacbcn (5; 6) in Verbindung 
sind, so dafl zu Testzwecken ein Zu griff auf Spulenan- 
achlussB de* Halbleiterchips von der Kontaktflfichen- 
seite moglicb ist, solange das Tra^erelement nach ini 5 
Band oder im Nutzen ist* 

2. Tragerelemente nach Anspruch 1, dadurch gekertn- 
zeichnet. daB die mit den Durchkontaktierungen ver- 
bundenen Kontakiflfichen (6) auSerhalb der AuBenkon- 
turlioie (4) sind. 10 

3. Tragerelemente nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die nut den Durchkontaktierungen ver- 
bundenen Kontoktflaclien (5) innerfaalb der AuBenkon- 
turlinie (4) sind. 

4. In einem Band oder Nutzen angeordnete Tragerele- 15 
rnente fur kontaktiose und mi! Kontakten versehene 
Chipkarten, bei denen eine Seite eines Substrats (2) mit 
Icitcndcn Kontaktflfichcn (5) vexschen ist, die inncrhalb 
einer die GroBe eines TrSgerelementes bestimmenden 
AuBenkonturlinic (4) tfegen, dadurch gekennzeichneL 30 
daB die andere Seite des Substrats (2) mit Lciterstruk- 
turen (9, 10, 11, 14, 15) versehen isu die innerhalb der 
AuBenkonturlinic (4) zumindest Kontakrfelder (10, 11) 
fur wenigstens eine zu kontaktierende Spuie und we- 
nigsusns cinen Halbleiiurchip bilden und 25 
daB auBerfaalb jeder AuBenkonturlinic (4) Ausnehmun- 
gen (13) im Substrat (2) sind, die auf der der Kontakt- 
flachenseite gegenUberiiegenden Seite dutch jeweils 
eine leitende. mit den LeilerstrukturBn (10, 11) verbun- 
dene Flache abgedeckt sind, so 30 
daB zu Tfestzweckeu ein Zugriff auf Spulenanschlusse 
des Haibieitcrchips von der Konttktflachenseite rnog- 
Uch ist, soiange das TnUgerclemcnt noch im Band oder 
im Nutzen ist. 
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